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一 重要提示 

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 

 

3 公司全体董事出席董事会会议。 

 

 

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 

 

 

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 144,298,000.00 元。

公司公司 2019 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会

审议通过。 

二 公司基本情况 

1 公司简介 

公司股票简况 

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 

A股 上海证券交易所 瑞芯微 603893 不适用 

 

 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 林玉秋 翁晶 

办公地址 
福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道

89号软件园A区18号楼 

福建省福州市鼓楼区铜盘路

软件大道89号软件园A区18

号楼 

电话 0591-86252506 0591-86252506 

电子信箱 ir@rock-chips.com ir@rock-chips.com 

 

2 报告期公司主要业务简介 

（一）公司主营业务  

公司坚持“创新引领、前瞻布局”的发展战略，以市场需求为导向，以持续创新为驱动，以核



心技术为支撑，专注于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片相关产

品及技术服务。  

（二）公司主要产品及用途 

公司主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片，为客户提供专业技术服务。 

1、智能应用处理器芯片 

公司智能应用处理器芯片可以划分为消费电子和智能物联两大应用领域。消费电子市场以个人

消费者为主，公司的 SoC 芯片主要应用于智能音箱、平板电脑、智能机顶盒、智能手机等消费电

子产品。智能物联市场以商业应用为主，公司的 SoC 芯片广泛应用于智慧商显、智能零售、汽车

电子、智能安防等智能物联硬件。 

2、电源管理芯片 

电源管理芯片是承担电能变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片。目前公司依靠精准

的市场定位，主要布局为与智能应用处理器 SoC 芯片相配套的电源管理芯片和定制化手机快充芯

片。 

3、其他芯片 

公司的其他芯片包括音频专用芯片、无线连接芯片、接口扩展芯片等，主要用于实现音频播

放、无线连接、接口扩展等功能。 

4、技术服务 

技术服务，主要包括技术开发服务、技术咨询服务和技术授权。技术开发服务，主要是依靠

公司自身的技术优势和市场资源，提供特定领域的技术开发服务。技术咨询服务，主要是为客户

提供开发软件工具、硬件参考设计等服务，以便其在公司的芯片产品上进行再次开发或产业化。

技术授权，主要是向客户提供算法、软件等技术授权。 

（三）公司主要经营模式 

    作为集成电路设计企业，公司采用行业常用的 Fabless 经营模式，即专门从事集成电路的研发

设计，晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成，

取得芯片成品后对外销售并提供技术服务。 

1、研发模式  

公司坚持“源于需求、找准痛点、发挥优势、服务市场”的研发理念，建立了以技术创新为

引领的前瞻性策略和以市场需求为导向的服务性策略相结合的研发模式，量产一代、预研一代。

对重大的新产品布局，以前瞻性策略为主，通过预判未来市场发展方向，提前一至两年开展相关



产品的研发；对已有产品线的衍生或迭代开发，以市场需求为导向，根据客户的具体需求对产品

进行改良、优化和提升。  

2、采购模式  

公司为 Fabless 集成电路设计企业，专注于从事设计和销售环节，生产模式为委外生产，委托

晶圆厂商生产晶圆、封装测试厂商代工封装测试服务、向硬件组装代工厂采购组装元器件等。公

司建立了较为严格的采购管理制度，对供应商的选择和调整、生产流程的监督和管理等进行了详

细规定，形成了由质控部、采购物流部、研发中心、业务部及财务部等多部门参与、协同联动的

采购机制，确保对供应商管理的有效性。 

3、技术服务模式  

公司提供的技术服务，主要包括技术开发服务、技术咨询服务和技术授权。相应地，公司存

在三种技术服务模式：一是根据客户需求，整合公司技术资源，为客户提供技术开发服务；二是

为客户提供开发软件工具包、硬件参考设计等技术咨询服务；三是向客户提供算法、软件等技术

授权。 

4、销售模式 

    公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。在经销模式下，经销商向公司采购芯片后销

售给整机厂或方案商，采购组件后销售给电子产品开发者或热爱者等终端客户。在直销模式下，

公司直接向整机厂、方案商销售芯片，或是提供专业技术服务；向电子产品开发者或热爱者等终

端客户销售组件。 

（四）行业情况说明 

1、集成电路设计行业发展概况 

公司所处行业属于集成电路设计行业。集成电路行业主要包括集成电路设计、集成电路制造、

集成电路封装测试等细分领域。集成电路设计行业处于产业链的上游，负责芯片的开发设计，分

析定义各类目标终端设备的性能需求、产品需求，结合晶圆制造技术、封装技术、测试技术等，

设计出符合市场需求的芯片产品。 

集成电路行业作为全球信息产业的基础，集成电路产品的广泛应用推动了电子时代的来临，

也成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业属于资本与技术密集型行业，业内企

业普遍具备较强的技术研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。 

近几年，受个人电脑和手机市场逐渐饱和的影响，全球集成电路市场的增长步伐放缓。而在

中国，集成电路产业作为信息产业的基础和核心组成部分，成为关系国民经济和社会发展全局的



基础性、先导性和战略性产业，在宏观政策扶持和市场需求提升的双轮驱动下快速发展。 

2、集成电路设计行业特点 

集成电路产业是典型的技术、资本、人才密集型高科技产业，从需求、设计到制造、应用，

有非常长的产业链。集成电路设计行业，具有专业化程度高、人才依赖强、技术更新换代快、投

入高、风险大等特点。受摩尔定律的影响，集成电路产品更新换代的节奏比较快，设计行业通过

缩短研发周期快速量产和产品的不断迭代，来保持一定的利润水平和市场份额。目前，中国集成

电路设计行业的主要特点如下：  

（1）技术和人才密集 

集成电路设计是将实现特定功能的电路与现代半导体技术相结合,将复杂的算法、系统集成到

芯片中，再应用到终端产品，从而使电子终端设备具有功能强、小型化、低功耗、低成本等特点。

在面向智能硬件或人工智能的芯片设计过程中，需要用到各类影像处理、视频编解码、深度学习

算法及信号处理等技术，这些核心算法技术和芯片设计技术决定了芯片产品的性能和市场竞争力。

实际上，集成电路设计涉及到电子、计算机、通信、材料、物理、化学等多学科的知识，集成电

路设计企业需要拥有强大的研发能力和多学科领域的综合技术能力。这些知识、技术及技能，需

要行业内公司持续地进行研发和创新，并在长期的实践过程中逐步积累形成。 

（2）产业链长、行业内分工协作 

在集成电路行业发展初期，设计较为简单，功能较为单一，集成电路设计企业可以同时从事

各功能模块和 SoC 芯片的开发。随着产业链分工的不断细化、工艺技术的不断发展、芯片规模的

日渐扩大，在集成电路设计行业中的分工合作就显得尤为重要。部分集成电路设计企业专注于 IP

核设计，以提供 IP 核技术授权为主营业务；部分集成电路设计企业在获得部分 IP 核技术授权后，

结合自主研发 IP 模块将不同功能的 IP 核集成后，最终设计出符合市场需求的 SoC 芯片。  

（3）以应用方案为导向  

应用方案开发是芯片研发的重要内容，芯片需要经过应用开发后才能发挥其功能和作用。中

国拥有全球最大的集成电路应用市场，市场需求巨大，为集成电路设计企业的发展提供了广阔的

平台。以应用方案为导向，是中国集成电路设计业的重要产业方向。 

（4）高投入、高风险 

智能硬件或人工智能 SoC 处理器因为性能和功耗的要求，一般采用较为先进的工艺。通常情

况下，设计一款 28nm 制程的主控芯片的研发投入大，制程工艺越先进复杂，比如 8nm, 5nm 制程，

则研发投入将成倍增长。公司持续多年大额投入研发，近五年来年均研发投入占营收比例 20%左



右。集成电路设计存在技术和市场两方面的不确定性，一方面存在流片失败的技术风险，即芯片

样品无法通过测试或达不到预期性能，将导致不仅前期的大量投入无法收回，而且损失了市场机

会；另一方面存在市场风险，即芯片虽然生产出来，但不符合市场需求，导致销量达不到盈亏平

衡点。 

3、公司所处的行业地位 

瑞芯微是国内集成电路设计企业向高性能领域拓展的先锋企业之一，先后推出了一系列中高

端芯片。其中高端芯片的性能均显著高于同时期、同领域国内其他设计企业产品的性能。公司利

用自身研发技术优势，在行业的知名度不断提升，获得多项奖项及荣誉。2019 年, 公司产品 RK3368

获第十四届“中国芯”评选“优秀市场表现产品”；另外，公司还获得 2019 年中国数字服务暨服

务外包制造业领军企业等荣誉，对提升中国芯在全球的市场地位具有积极意义。 

公司高端 SoC 芯片产品正逐步进入国内外高端消费电子市场， 2019 年 5 月，由科技日报社

主办、中国科技网承办的“创新中国·2018 年度评选”中，在中国集成电路领域民营科技企业创新前

十强的榜单中，瑞芯微名列第三。在《互联网周刊》&eNet 研究院发布的 2019 年度中国 AIoT 企

业 TOP100 排行榜中，瑞芯微赫然在榜。 

公司在构建较为丰富产品线、拓展产品应用领域的同时积极布局人工智能，自 2017 年以来，

已陆续推出了多款人工智能 SoC 芯片产品。根据《互联网周刊》评出的 2019 年最值得关注的人

工智能企业 Top 25，瑞芯微排名 14 位。同时，权威媒体 Equal Ocean 列出了中国 AI 芯片制造商

的名单，其选择了中国的 Top 30 家企业，代表了中国 AI 应用领域的领先技术水平，瑞芯微名列

榜单。 

3 公司主要会计数据和财务指标 

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 

单位：元  币种：人民币 

 
2019年 2018年 

本年比上年 

增减(%) 
2017年 

总资产 2,064,011,166.09 1,740,606,652.10 18.58 1,524,035,968.64 

营业收入 1,407,725,738.37 1,270,895,141.80 10.77 1,250,531,045.14 

归属于上市公司股

东的净利润 
204,707,014.67 192,156,232.16 6.53 106,099,214.23 

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益的净利润 

176,999,826.26 173,704,410.87 1.90 91,669,755.67 

归属于上市公司股

东的净资产 
1,715,960,219.49 1,511,117,903.04 13.56 1,339,430,944.49 

经营活动产生的现

金流量净额 
426,701,510.41 377,111,932.76 13.15 150,279,746.02 



基本每股收益（元／

股） 
0.55 0.52 5.77 0.33 

稀释每股收益（元／

股） 
0.55 0.52 5.77 0.33 

加权平均净资产收

益率（%） 
12.69 13.48 减少0.79个百分点 13.10 

 

3.2 报告期分季度的主要会计数据 

单位：元  币种：人民币 

 
第一季度 

（1-3 月份） 

第二季度 

（4-6 月份） 

第三季度 

（7-9 月份） 

第四季度 

（10-12 月份） 

营业收入 219,329,329.87  354,826,431.68  365,404,388.07  468,165,588.75  

归属于上市公司股东的净利润 7,074,843.07  58,934,609.43  60,856,592.26  77,840,969.91  

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益后的净利润 
-4,011,362.17  50,317,865.15  60,043,986.98  70,649,336.30  

经营活动产生的现金流量净额 -32,811,858.72  171,426,290.72  90,499,305.21  197,587,773.20  

 

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 

□适用  √不适用  

4 股本及股东情况 

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 

 

单位: 股 

截止报告期末普通股股东总数（户） 17 

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 34,877 

前 10 名股东持股情况 

股东名称 

（全称） 

报告期

内增减 

期末持股数

量 
比例(%) 

持有有限售

条件的股份

数量 

质押或冻结情况 
股东 

性质 股份 

状态 
数量 

励民 0 157,679,892 42.5840 157,679,892 无 0 
境内自

然人 

黄旭 0 66,600,108 17.9864 66,600,108 无 0 
境外自

然人 

润科欣 0 33,391,440 9.0179 33,391,440 无 0 

境内非

国有法

人 

大基金 0 25,919,600 7.0000 25,919,600 无 0 
国有法

人 

腾兴众和 0 20,152,800 5.4426 20,152,800 无 0 

境内非

国有法

人 

上海武岳峰 0 19,585,000 5.2892 19,585,000 无 0 境内非



国有法

人 

普芯达 0 16,187,040 4.3716 16,187,040 无 0 

境内非

国有法

人 

芯翰 0 11,268,720 3.0433 11,268,720 无 0 

境内非

国有法

人 

达晨创联 0 5,205,000 1.4057 5,205,000 无 0 

境内非

国有法

人 

兴和基金 0 3,862,264 1.0430 3,862,264 无 0 

境内非

国有法

人 

上述股东关联关系或一致行动

的说明 
励民、黄旭为一致行动人，公司控股股东、实际控制人。 

表决权恢复的优先股股东及持

股数量的说明 
不适用 

 

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 

√适用  □不适用  

 
 

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 

√适用  □不适用  

 

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 

□适用  √不适用  

5 公司债券情况 

□适用  √不适用  



三 经营情况讨论与分析 

1 报告期内主要经营情况 

报告期内，公司实现营业收入 1,407,725,738.37 元，同比增长 10.77%，归属上市公司股东净

利润 204,707,014.67 元，同比增长 6.53%。 

 

2 导致暂停上市的原因 

□适用  √不适用  

 

3 面临终止上市的情况和原因 

□适用  √不适用  

 

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 

√适用  □不适用  

详见本报告第十一节“44、重要会计政策和会计估计的变更”。 

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 

□适用  √不适用  

 

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 

√适用□不适用  

报告期内，公司将投资设立的子公司香港瑞芯微、上海翰迈、杭州拓欣纳入合并财务报表范围。 


